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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3213   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/306    (2006.01)
   Ｃ２３Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｆ   4/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   8/36     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   8/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０４Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/306   　　　Ｆ
   Ｃ２３Ｆ   1/00    １０１　
   Ｃ２３Ｆ   4/00    　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ   8/36    　　　　
   Ｃ２３Ｃ   8/10    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２０】
　銅層をエッチングする方法であって、
　プラズマ室内で摂氏約２００度を越える温度で第１のプラズマによって前記銅層の少な
くとも一部を酸化し、
　前記銅層の前記酸化部分を実質的に除去し、約１０ｎｍ未満の平均表面粗さを有する残
存表面を露出させるために、前記プラズマ室内で摂氏約１００度未満の温度で第２のプラ
ズマによって前記銅層をエッチングする、こと、
　を備える方法。
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